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Н
овая программа Simbeor 2007, разработанная

компанией Simberian Inc. (www.simberian.com),

представляет собой специализированный ин-

струмент для построения качественных EM-моделей

линий передачи, периодических структур, неодно-

родностей и переходных отверстий. Без таких моде-

лей разработка высокоскоростных каналов может

потребовать экспериментальной проверки, что су-

щественно увеличит продолжительность цикла про-

ектирования и стоимость проекта.

Программа Simbeor 2007 представляет собой инте-

грированную графическую среду (рисунок), постро-

енную на базе оригинального трехмерного EM-вычис-

лителя и предназначенную для анализа электромаг-

нитных эффектов в соединениях на многослойных

платах. В программе использованы шикорополосные

каузальные модели диэлектриков и проводников, что

позволяет учесть практически все эффекты, приво-

дящие к затуханию и дисперсии сигналов в соедине-

ниях. Учтены эффекты шероховатости поверхностей

и многослойного металлического покрытия провод-

ников. Результатами анализа линий передачи и пери-

одических структур являются постоянные распрост-

ранения и характеристические сопротивления собст-

венных волн в многопроводных линиях, а также

частотно-зависимые матрицы погонных RLGC-пара-

метров. Для межслойных переходов и других неодно-

родностей рассчитываются матрицы рассеяния или

S-параметры. Полученные с помощью продукта

Simbeor 2007 электродинамические модели являют-

ся более точными, чем полученные с помощью ста-

тических и квазистатических вычислителей, тради-

ционно используемых в программах анализа цело-

стности сигналов.

В основе программы лежит оригинальная техно-

логия, разработанная на основе результатов иссле-

дований в данной области в течение 20 лет. Гибрид-

ная технология моделирования построена на основе

метода прямых и метода конечных элементов

Трёффца. Метод прямых обеспечивает быстрое
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Современное электронное оборудование с гигабитными каналами передачи данных
требует моделирования целостности сигналов с использованием точных
электродинамических EM-моделей. Частотно-зависимые сверхширокополосные 
RLGC-модели линий передачи и S-параметры моделей межслойных переходов,
построенные на основе решения уравнений Максвелла, нужны и на ранних этапах оценки
пропускной способности каналов данных на печатных платах и на заключительном этапе
верификации таких каналов.

Новая система трехмерного
электромагнитного моделирования 
многослойных печатных плат
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и точное решение для планарных структур,

состоящих из многочисленных металличес-

ких и диэлектрических слоев. Метод Трёфф-

ца используется для широкополосного моде-

лирования внутренности проводников. Метод

одновременной диагонализации использован

для экстракции модальных и погонных пара-

метров многопроводных линий передачи с по-

терями и прецизионного выделения много-

модовых параметров рассеяния неоднород-

ностей.

Основными преимуществами пакета явля-

ются удобство и простота интерфейса, высо-

кая производительность при создании моде-

лей для линий передачи и переходных соеди-

нений, высокая точность и широкополосность

моделей, а также невысокая цена.

Пакет Simbeor 2007 рекомендуется исполь-

зовать в следующих случаях:

•• Для синтеза геометрии и построения моде-

лей неотражающих межслойных соедине-

ний в каналах передачи данных со скоро-

стью 1–100 Гбит/с.

•• Если при разработке гигабитного канала уже

использовался статический или квазистати-

ческий вычислитель и требуется проверить

результаты с помощью более точного эле-

ктродинамического подхода.

•• Если имеется необходимость идентифика-

ции параметров проводников и диэлектри-

ков по измеренным данным в широком ди-

апазоне частот (5–6 декад).

•• Для проверки результатов, полученных с по-

мощью другой программы EM-моделиро-

вания.

Пакет Simbeor 2007 предназначен для рабо-

ты под управлением операционных систем

Windows 2000/XP/Vista на платформах с про-

цессором с тактовой частотой не ниже 1 ГГц

и ОЗУ не менее 1 Гбайт. Рекомендуемая кон-

фигурация — процессор Intel или AMD 2–3 ГГц

и ОЗУ объемом 2–4 Гбайт.

***

Компания Sigrity выпустила новую версию своего пакета анализа целостно-

сти сигналов и электромагнитной совместимости в печатных платах SPEED2000

v7.2. Одной из наиболее интересных функций программы стала возможность

просмотра результатов анализа на трехмерном виде платы.

Напомним, что SPEED2000 — это пакет анализа проблем электромагнитной

совместимости с оригинальным вычислительным ядром, работающий во вре-

менной области. Главным отличием его от аналогичных продуктов других про-

изводителей является то, что «земля» и цепи питания, в том числе выполненные

в виде внутренних слоев питания и заземления, здесь не считаются идеальными.

Благодаря такому подходу стало возможным резко повысить точность оцен-

ки уровней сигналов, наводимых не только в соседних проводниках, но и в про-

водниках, расположенных на разных слоях, разделенных экранами. Отметим,

что подобные возможности недоступны ни в одном другом современном па-

кете анализа: компания Sigrity выступает здесь пионером.

***

Компания Computer Simulation Technology (CST) сообщила о поглоще-

нии подразделений английской компании Flomerics, занимающихся раз-

работкой линейки продуктов для электромагнитного моделирования

MicroStripes и FLO/EMC. Благодаря данному поглощению, CST получит

возможность дополнить имеющийся у нее ряд вычислительных модулей

хорошо зарекомендовавшими себя разработками фирмы Flomerics, кото-

рые базируются на методе матриц линий передачи (Transmission Line Matrix,

TLM).

Теперь всю поддержку продуктов MicroStripes и FLO/EMC будут произво-

дить специалисты CST и в том числе — преобразование и доработку геомет-

рических моделей FLOTHERM. Фирма Flomerics продолжит свою деятельность

в области разработки систем САПР, но будет специализироваться исключи-

тельно на проблемах теплового моделирования, где она занимает ведущие по-

зиции.
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